（SAE7）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	FPC部分
	4.叉板要求
	20241031
	330768/330681/420501/330001/500010/及海康所有代码海康PCB电路板包装运输规范褚东安2024-07-11顾客质量要求评审表

	CAM部分
	2.打叉板要求
	
	

	共用部分
	8.其他1）翘曲度
	20231218
	印制电路板加工技术标准V1.4

	共用部分
	5.过孔④
	20210629
	杭州海康印制电路板加工技术标准王道荣2021-06-22330001民品顾客质量要求评审表

	预审部分
	4.板材①客户认可清单


	
	

	
	4板材③不允许使用NY2150的要求删除
	
	取消之前客规海康禁用上海南亚材料！王道荣2021-06-23330001，所有海康330001关联代码民品顾客质量要求评审表

	FPC部分
	4；5；6
	20210106
	杭州海康印制电路板加工技术标准王道荣2020-12-18330001民品顾客质量要求评审表

	CAM部分
	4；5；6；7
	
	

	预审部分
	4.板材③
	
	

	共用部分
	1. 标记2）3）

4.线路，表面工艺6）表面工艺B)E)

6.阻焊，字符5）6）7）8）

7.外形，拼板3）B);7)

8.1);2)

9.常见问题处理办法
	
	

	等同S7MD
	
	20190828
	330580（SAE7）同步S7MD(330001）所有要求！王道荣2019-08-24顾客质量要求评审表



	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1）加快捷全套标记（包括周期,默认周期格式为YYWW,如果制板说明中的周期格式与此格式矛盾，请EQ确认），不允许加无铅标记，不允许加在工艺边上，必须加在单元板内。
若单PCS内无位置全部添加全套标记,请按括号内(周期、UL号码、阻燃等级、UL具体型号、制造商LOGO)的先后顺序进行添加，添加的位置可以是分散的；若板内确认无法添加的信息请添加在工艺边上。
2）对于多款PCB拼在同一块单板的设计，需要分别在每块PCB上添加我司全套标记和周期。

3）SET拼板位置号添加：多连片(≥2拼)排版且板内有添加空间的型号(无空间提出确认),必须与我司标记添加在一起，若标记在工艺边上，号码加在标记的同一层（出现阴阳拼版时,需要保持添加在相同位置），号码的字体为阿拉伯数字1,2,3数字依次递增，字体大小和周期大小一致（提供拼版号和周期的位置图给生产以便生产根据拼版号的大小设置周期字体大小），添加顺序从左到右每单元板进行添加（如下图例9拼和6拼的情况）。（若拼板号加在底面设计时注意先镜像资料再按要求添加，保证产品检验时保持从左到右的顺序）
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2. 板材、叠层：
板厚公差：当客户没有要求时，板厚≤1mm的公差按+/-0.1mm控制，板厚＞1mm的公差按+/-10%控制    
3. 钻孔：
顾客无要求时，孔径公差：PTH：+/-3mil；NPTH:+/-2mil；板内槽公差 ±0.125mm；
4. 线路、表面工艺：
1） 板边焊盘全部按不露铜制作，允许焊盘被削，内外层采用极限削铜；
2） 过孔焊环和隔离环除正常补偿外不允许特别加大，过孔焊环不足时可以适当的不补偿或缩孔
3） 内层负片层相同时直接按文件制作，但走线层相同时，需与顾客确认；
4） 成品SMT焊盘尺寸公差：+0.08/-0.05mm；对于焊盘尺寸≤0.25MM时,公差为：+/-0.025mm(技术中心评审:补偿值必须足够,根据基铜及正负片工艺，按下表补偿方式补偿,不允许少补偿)
	流程
	底铜厚度（通孔）
	SMT补偿值

	正片
	0.33OZ
	1.8mil

	
	0.5 OZ
	2.5mil

	负片
	0.33OZ
	2.3mil

	
	0.5 OZ
	2.8mil


5） 顾客要求阻抗公差小于+/-10%时，需严格按照顾客的要求进行控制，难以控制的公差先提出评审；要求外层基铜0.5OZ且外层间距不足时可按0.33OZ基铜，但完成铜厚需按1OZ；当预审没有指示完成铜厚时，使用0.33OZ的基铜CAM需备注完成铜厚1OZ；

6） 表面工艺：
A） 无铅喷锡： 锡层厚度≥2.5微米；

B） 化学沉金： 镍：3--6微米，金：0.05--0.1微米(对于沉金板：工程CAM在ERP字符工序备注：“不允许金面字符渗油印迹”，沉金板不允许字符上焊盘(包括大金面)。金面上的字符无法移动时，被削导致的模糊需要确认；
C） 镀硬金：   镍：3--6微米，金：0.25--0.75微米；

D） OSP:       膜厚：0.25--0.4微米；

E） 镍钯金：金厚3—6微米，钯厚0.05-0.15微米，金厚0.05-0.1微米

       F) 顾客不接受金手指有残留引线，若存在有残留引线，必须与顾客确认。
5. 过孔工艺：

①除焊接、测试孔外，成品孔径要求在0.3mm（包括）以下的所有导通VIA做阻焊塞孔处理，阻焊塞孔要求如下：
双面塞孔：双面盖油时须塞孔，不允许露铜且孔口油墨高度不可超过板面50微米

                                     [image: image3.png]WAL N




大铜面上单面塞孔：即过孔一面在大铜面阻焊开窗内、另一面盖油时需要塞孔，塞孔面孔不允许露铜且孔口油墨高度不可超过板面50微米，开窗面不允许有绿油帽
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热沉焊盘上单面塞孔：即过孔一面在SMT阻焊开窗内、另一面盖油设计，塞孔面孔不允许露铜且孔口油墨高度不可超过板面50微米，开窗面不允许有绿油帽
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器件焊盘上单面塞孔：即过孔一面在器件阻焊开窗内、另一面盖油设计，塞孔面孔不允许露铜且孔口油墨高度不可超过板面50微米，开窗面不允许有绿油帽
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②盘中孔
  热沉焊盘：SMT焊盘上有过孔，若为单面开窗，则须单面塞孔。若为双面开窗，则须EQ确认。
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  非热沉焊盘：一个SMT 焊盘上有导通孔且不超过 2 个，如果设计没有要求塞孔，则加工时应从焊盘另侧单面塞孔（阻焊）处理。如果有多于2 个的导通孔，要求作树脂塞孔并做表面镀铜工艺（POFV），如下图：
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③对于OSP、沉锡及沉银板，按一面盖油，一面开窗的方式制作（不掏曝光点），盖油面半塞孔制作。ERP备注：开窗面塞孔阻焊不能高出铜面，客户接受孔内藏药水孔铜被咬断开路风险
④成品板厚＞0.8mm的板塞孔不允许使用连塞带印的方式, 全塞孔和半塞孔需与表面阻焊印刷分开制作。
6. 阻焊、字符：
1） 安装孔和插件孔无阻焊开窗，加比盘大的阻焊开窗，不许孔内入油；

2） 阻焊油墨优先推荐：TAIYO PSR-2000、TAIYO PSR-4000、TAMURA  DSR-330、TAMURA DSR-2200、 NANYA LP-2G，台湾永胜泰R-500,炎墨SR-500（如果我司没有相应的油墨型号时，可以采用我司常规的油墨型号代替)铜面上的阻焊油墨厚度大于等于10微米，线角阻焊厚度最小5微米；阻焊厚度不超过焊盘高度35微米;
3） 字符上焊盘时，能移则移，不能移时允许残缺模糊；非二维码白油块盖单个焊盘时，允许掏开白油块避免白油上焊盘，如果白油块在整排器件孔上需与顾客确认是否允许削白油块；
4） BGA区域PAD之间必须要保证阻焊桥制作，若出现间距过小不能保证阻焊桥的，需要发出EQ和客户确认；如果SMD之间设计有阻焊桥的必须要保证阻焊桥，如果无法保证，需要与客户确认；
5） 尺寸3*3mm、3.5*3.5 mm或6*6 mm且在独立空白位置的为二维码白油块需满足厚度最小20微米，保证平整，且厚度均匀,不允许出现残缺、杂质污染和条纹等外观问题。
6） 对于白油块印在走线、过孔上面的，移位后需与客户确认
7） 字符油墨厚度：最大40μm

8）客户图纸设计有字符上焊盘和阻焊开窗的情况，可进行调整，调整后不能有歧义，如空间不够可进行删除，删除的信息需要在EQ确认单中体现。

7. 外形、拼板：
1） 外形公差：边长L≤100mm，公差±0.125mm，L>100 mm, 公差±0.15 mm；  

2） 金手指倒角（T:余厚），如没有特别说明，通用倒角范围：1.6mm 板厚，倒角角度30°，倒角深度0.95mm；
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PCI插槽位置金手指斜边规格须符合下图要求:
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Figure 5-5: PCI Add-in Card Edge Connector Bevel




PCI E插槽位置金手指斜边规格须符合下图要求:
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3） V-CUT标准需按以下执行：
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B）V-CUT的上下偏移值X≤4MIL. 、V-CUT 两拼板之间非零间距的，V-CUT 位置在两板正中间处理；
C）V-CUT开口角度公差+/-5度；
D) 所有V-CUT拼版方式的板卡，都必须严格按照客户原始文件制作，不得更改客户V-CUT间距
4） 对于有工艺边的单板，若板内未设计供定位使用的NPTH孔，允许在工艺边上增加相应NPTH孔。若没有工艺边，板内也未设计NPTH孔，则可使用其它可供定位使用的通孔；
5） 工艺边上铺铜时,需避开基准点,各层所铺铜皮边缘距基准点距离须≥5.0mm

6） 客户要求表面处理工艺为无铅喷锡工艺的，客户设计是桥连+邮票孔的，直接删除邮票孔制作，无需确认
7） 铺铜要求：内外层工艺边均需铺铜，工艺边及辅助边≥1.5mm的区域必须保留铜皮制作,桥连区域不允许铺铜
8. 其他：
1）翘曲度：下表中备注的板厚≥1.6mm的板边长和对角线长度需同时满足才可直接制作
	单板
	备注

	板类型
	最大翘曲度
	板子的任意一个角翘起高度＜2mm

注：当对角线＞500mm时才需要发起评审，对角线≤500mm时可直接制作，无需评审

	无SMT板
	0.7%
	

	板厚＜1.6mm的SMT板
	0.7%
	

	板厚≥1.6mm的SMT板
	0.7%且最大弓曲变形量≤1.5mm（此类，当边长≤375mm时无需评审，直接制作）
	

	混压板
	0.7%
	


2）树脂塞孔盖覆铜厚：最小6微米

9.  S7MD常规确认问题汇总：

                                         
[image: image14.emf]PCB通用EQ问题 处理手册D版（供应商版）.pdf


10. 顾客要求提供光绘和贴片文件(无需确认光绘，顾客订单中有特殊要求光绘确认的，也不用理会，按不确认处理)
11.为便于客户设计同事快速分辨待回复邮件，现统一邮件收件人称呼。
    例：
          工程确认邮箱为：

                       EQ@hikvision.com （张丽霞 13625810912） 

                       pcb@hikvision.com （徐惠英/陶宇飞/崔华杰）

                        EQ邮件主题上：称呼必须包含客户工程师名字，参考如下：
                        Dear 张丽霞//Dear 丽霞//你好，张丽霞等
预审部分：
1. 对于叠层结构中各介质厚度调整值超过1mil以上的必须与顾客确认；顾客无层间厚度要求时,层间介质厚度大于0.09MM
2. 预审注意：如无工程问题，也需发EXECL确认单给到客户，里面注明“此料号无工程问题，已经按照文件要求投料生产。”  客户用于存档,同时回传叠层结构给客户存档,叠层需要勾选层压不可更改；
3. 厚铜板定义：指内外层完成铜厚≥3OZ的PCB板
4. 板材（无要求时）：
1 顾客认可的板材有：
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②对于无铅喷锡，顾客没有特意用高TG时，请使用中TG材料（忽略我公司默认使用高TG材料规范，顾客接受带来的品质隐患）
CAM部分：
           1.BGA处要求:
(1) 尽量保证BGA处焊盘一样大,隐藏在铜面内的BGA焊盘可适当调整开窗大小

(2) BGA区域阻焊厚度不可超过焊盘高度1MIL

(3) BGA处内层过孔对应的隔离盘不允许加大

(4) BGA区域内层隔离盘间通道宽度需要大于等于原稿宽度的80%
           2.打叉板要求：

    预审指示中如果对叉板没有要求按如下标准：8拼板（含8拼）以下的打叉板中坏板单元数只允许1个，8拼板以上的坏板单元数只允许2个；打叉板的接收数量最大不能超过当批出货数量的5%;不同打叉位置的拼板需分开包装

  3.ERP备注：

      PTH孔壁粗糙度≤30微米
   对于没有加UL标记的板，在终检备注：UL的type号
4.字符工序备注：白油块偏位公差+/-8mil，白油块大小公差+/-0.2mm，不允许喷印和套印

注意：不允许喷印和套印的要求P7工厂备注，其他工厂不备注

5. 图纸要求：需提供有备注白油块（只需标注大小为3*3mm、3.5*3.5 mm或6*6 mm的白油块）中心到相对距离较远（不要选最近的）的Mark点或者定位孔（优先顺序：板内MARK点＞板内定位孔＞板边MARK点＞板边定位孔）的距离以及公差+/-8mil的图纸各生产。具体可参考下图
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6. 电测后要在板边划线

7. 电测参数：电压：250V，导通电阻20Ω，绝缘电阻10MΩ
FPC：
1. 刚柔结合板订单，预审材料使用上优先使用松下或者新杨材料，如松下或者新杨材料无法满足可以使用杜邦材料
2. 顾客要求提供光绘和贴片文件(无需确认光绘，顾客订单中有特殊要求光绘确认的，也不用理会，按不确认处理)
3.为便于客户设计同事快速分辨待回复邮件，现统一邮件收件人称呼。
    例：
          工程确认邮箱为：

                       EQ@hikvision.com （张丽霞 13625810912） 

                       pcb@hikvision.com （徐惠英/陶宇飞/崔华杰）

                        EQ邮件主题上：称呼必须包含客户工程师名字，参考如下：
                        Dear 张丽霞//Dear 丽霞//你好，张丽霞等
4.对于打叉板，顾客无特殊要求时，单双面板最多允许2叉，多层最多允许3叉；
出货叉板比例：单双面板叉板小于当批出货数量的15%，多层板叉板小于当批出货数量的20%
5.FPC的拼板尺寸长度≤500mm,宽度≤200mm
6.翘曲度：
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状态 


变更内容 变更原因 实施日期 变更人 审核人 批准人 


A A 新增文件 新增文件 2017-9-19 崔华杰 徐惠英 洪 瑜 


B A 


1.8.5增加阻抗确认处理方式 
1.8.6增加叠层确认处理方式 
1.7.8增加工艺边尖角处理方


式 
1.6.11增加文字条处理方式 


增加内容 2018-12-19 陶宇飞 崔华杰 洪 瑜 


C M 


1、增加 1.2.13压接孔识别方法 
2、修改参考文档名称，由《印
制电路板加工技术要求》 改为 
《印制电路板加工技术标准》 


增加内容，并


修改参考文


档名称 
2019-11-15 崔华杰 / 洪瑜 


D 
A 


1.1.4增加Tg130板材修改确认
处理方式 
1.7.9增加桥连确认处理方式 


增加内容 2020-04-01 陶宇飞 崔华杰 洪 瑜 


M 
1.3.10 修改椭圆孔制作方式确
认回复 


修改 2020-04-01 陶宇飞 崔华杰 洪 瑜 
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一、 通用问题汇总 


1.1. 材料类 


1.1.1.  加工单中要求用 Tg170的材料加工，为了降低成本建议用 Tg150的材料生产，请确认


是否可行？ 


确认结果：不可修改。 


1.1.2.  贵司要求的材料非工厂常备物料，建议更换为 XXX材料制作，请确认是否可行？ 


确认结果：不可修改。 


注：若影响样品交期请务必知会样品安排人员。 


1.1.3.  贵司要求的阻焊颜色为 XXX 色，此颜色油墨工厂为不常备材料，建议更换为绿色油


墨制作，请确认是否可行？ 


确认结果：不可修改。 


注：若影响样品交期请务必知会样品安排人员。 


1.1.4.  贵司加工单标示板材要求为 Tg130，由于公司内部工艺要求和常备料情况，建议: 板


材按 Tg150材料制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


注：在保障产品性能及材料优选性的情况下，可以用中 Tg材料替代普通 Tg材料，


但如果涉及到成本上升时，请务必单独知会样品安排人员。 


 


1.2. 加工标准类 


1.2.1.  gerber文件和加工单中未注明槽孔公差，建议槽孔公差按±0.1mm管控，请确认是否


可行？ 


确认结果：槽长方向按±0.1mm，槽宽方向依圆孔公差管控。 


1.2.2.  贵司加工文件中未注明成型公差，建议按 XXX公差管控，请确认是否可行？ 


确认结果：按《印制电路板加工技术标准》管控。 


1.2.3.  贵司加工文件中未注明线路及焊盘公差，建议按 XXX公差管控，请确认是否可行？ 
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确认结果：按《印制电路板加工技术标准》管控。 


1.2.4.  贵司加工文件中未注明表面处理规格，建议按 XXX规格制作，请确认是否可行？ 


确认结果：按《印制电路板加工技术标准》制作。 


1.2.5.  贵司要求的表面处理规格太严格、金厚太厚建议按 XXX规格制作，请确认是否可行？ 


确认结果：按《印制电路板加工技术标准》制作。 


1.2.6.  贵司加工文件中要求的焊盘公差太小，超出工厂制程能力，建议按 XXX 公差管控，


请确认是否可行？ 


确认结果：按《印制电路板加工技术标准》管控。 


1.2.7.  贵司加工文件中未注明盲孔公差，建议盲孔公差按±0.075mm 管控，请确认是否可


行？ 


确认结果：按±0.025mm管控。 


1.2.8.  贵司加工文件中要求盲孔填平，未注明盲孔凹陷标准，建议凹陷标准按≤25um，请确


认是否可行？ 


确认结果：凹陷标准按≤15um管控。 


1.2.9.  贵司最小线距只有 3mil、孔环只有 2.5mil，且面铜要求太厚，建议埋孔、通孔孔铜厚


按平均最小 0.60mil，最薄区域 0.51mil控制，请确认是否可行？ 


确认结果：铜厚按我司要求制作。 


1.2.10.  贵司未提供成品检验规范，建议按 IPC-A-600H class2标准检验，请确认是否可行？ 


确认结果：汽车板及我司明确 IPC 3级标准的，须按 IPC-A-600H class3标准检验；


其他产品按《杭州海康威视印制电路板可接受性规范》，若我司检验规范中未注明的项目可


参照 IPC-600H class2 标准。 


注：IPC规范及海康规范均依最新版本要求为准。 


1.2.11.  贵司未提供产品管控规范，建议按 IPC-6012C class2标准管控，请确认是否可行？ 


确认结果：汽车板及我司明确 IPC 3级标准的，须按 IPC-6012C class3标准管控；其


他产品按《印制电路板加工技术标准》管控，若我司规范中未注明的项目可参照 IPC-6012C 


class2 标准。 


注：IPC规范及海康规范均依最新版本要求为准。 


1.2.12.  此型号为多连片拼板，贵司未提供叉板接受规则，建议允许单叉板出货，请确认是


否可行？ 


确认结果：依《PCB印制电路板包装运输规范》执行。 
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检验标准由标准组与客户确认，公程可忽略此条
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叉板要求由标准组与客户确认，工程可忽略此条
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注：海康规范依最新版本要求为准。 


1.2.13.  贵司的 panel 层要求压接孔的孔径公差为±0.05mm（如下图），但资料中未标注哪些


孔为压接孔，请帮忙说明一下？ 


确认结果：drill层孔径公差要求为±2mil的 PTH孔为压接孔。 


 


1.3. 钻孔类 


1.3.1. gerber文件中存在相同尺寸和属性的重复孔，建议保留唯一孔制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以 


1.3.2.  gerber 文件中存在相同属性、不同尺寸的重复孔，建议保留较大孔制作，请确认是否


可行？ 


确认结果：可以 


1.3.3.  gerber文件中存在相同属性、相同尺寸的相交孔（类似下图），建议删除其中一颗孔制


作，请确认是否可行？ 


确认结果：孔中心距≤0.1mm的可以，否则依原稿制作 


注：原稿孔径尺寸相差≤1mil无特殊公差要求时，可看做相同尺寸。 



zhangyouzhu
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1.3.4.  gerber文件中存在相同属性、不同尺寸的相交孔，建议依原稿制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以 


1.3.5.  gerber 文件中存在钻孔与线路 PAD 偏移的现象，建议依线路 PAD 拉正钻孔，请确认


是否可行？ 


确认结果：孔偏≤2mil的可以，孔偏＞2mil的须单独确认。 


 


1.3.6.  gerber文件中有圆环，但实际钻孔层无对应的钻孔，建议增加与圆环等大的 NPTH孔


制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以 


红色为线路层、蓝色


为钻孔层 
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1.3.7.  gerber 文件中 panel 层中孔位与钻孔层孔位不一致时，建议依钻孔层资料为准制作，


请确认是否可行？ 


确认结果：孔偏≤2mil的可以，孔偏＞2mil的须单独确认。 


 
1.3.8.  gerber文件中 drill层中有标识槽孔，但钻孔层中无对应的槽孔，建议依 drill层资料添


加等大的槽孔，其中槽孔方向按 drill层方向为准制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以 
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1.3.9.  gerber 文件中不同网络的孔距孔、孔距线距离较小，超出工厂制程能力，建议适当移


孔制作，请确认是否可行？ 


确认结果：移孔务必的须单独确认。 


 


1.3.10.  gerber 文件中 drill 层中有标识槽孔为方形，由于钻针是圆形的方形孔无法加工，建


议此槽孔做成椭圆孔，请确认是否可行？ 


确认结果：需要按照方槽孔制作，四角按照 R0.5mm倒圆角制作。 
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1.3.11.为了避免生产时混板，建议在工艺边钻 X个 1.0mm识别孔，请确认是否可行? 


确认结果：可以，增加的孔数须不超过 5颗。 


注：无工艺边的不可添加，所添加的识别孔切入板边不可超过 0.5mm。 


 
1.3.12.为了成型/测试定位，建议在工艺边增加 X mm定位孔，请确认是否可行? 


确认结果：可以 


注：所添加的定位孔与原始设计孔不能等距，且不能无方向防呆。 


1.4. 线路类 


1.4.1.  贵司内层 gerber文件中无功能 PAD建议去除，请确认是否可行？ 


 确认结果：铜厚＜2oz的可以，铜厚≥2oz须保留。 
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1.4.2.  贵司线路层铜皮距成型线不足 8mil，成型后会露铜，建议依成型线内削 8mil 制作，


请确认是否可行？ 


      确认结果：可以 


      
1.4.3.  贵司线路层有空接线，建议依原稿制作，请确认是否可行？ 


        确认结果：可以 


1.4.4.  为了提高生产良率，建议孔环与线路相连处增加泪滴，请确认是否可行？ 


        确认结果：可以 


1.4.5.  贵司光学点设计在空旷区，为了防止光学点表面粗糙，建议增加光学点保护环，请确


认是否可行？ 


确认结果：可以，推荐铜环内径 3mm。 
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1.4.6.  贵司工艺边上没有添加光学点，建议依原稿制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


1.4.7.  贵司光学点保护环距离 NPTH孔太近，为了防止 NPTH孔孔壁有铜，建议依钻孔单边


加 8mil套开铜环，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


1.4.8.  贵司线路层蚀刻字体太小无法做出，建议适当加大制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


1.4.9.  贵司线路层铜皮距 NPTH不足 8mil，为了防止 NPTH孔孔壁有铜，建议依钻孔单边加


8mil套开铜皮制作，请确认是否可行？ 


      确认结果：可以 


      


1.4.10.  贵司内层线路中孔与孔的间距较小，为了防止内层短路建议加大内层隔离 PAD，加


大后铜桥小于 3mil的位置将被去除，请确认是否可行？ 


      确认结果：非 BGA区域可以，原稿孔距＜17mil的 BGA区域可以，原稿孔距≥17mil


的 BGA区域铜桥必须保留。 
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1.4.11.  贵司要求导通孔对应的线路 PAD及隔离环不允许放大，但实际资料中部分位置严重


超出工厂制程能力，建议适当放大孔环制作，请确认是否可行？ 


确认结果：加工过程中正常补偿可以，特殊加大务必单独确认。 


1.5. 防焊类 


1.5.1.  贵司 gerber文件中光学点开窗与铜面相切，易造成铜面露铜，建议适当缩小防焊开窗


制作，请确认是否可行？ 


      确认结果：可以。 


       
1.5.2.  贵司 gerber文件中光学点开窗过大造成线路露铜，建议适当缩小防焊开窗制作，请确


认是否可行？ 
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       确认结果：可以。 


 


1.5.3.  贵司 gerber 文件中 NPTH 孔未开窗，建议增加比孔单边大 5mil 的防焊开窗，请确认


是否可行？ 


确认结果：可以。 


1.5.4.  贵司 gerber文件同一组焊盘部分为独立焊盘、部分为在铜面或线路上的焊盘，建议优


化焊盘开窗尺寸，保证成品焊盘尽量一致，请确认是否可行？ 


      确认结果：可以。 


注：不同区域的防焊开窗需尽量优化，保证成品焊盘的一致性。 


      
1.5.5.  贵司 gerber文件 PTH孔开窗比孔大、比焊盘小，建议按原稿制作，请确认是否可行？ 


       确认结果：可以。 


1.5.6.  贵司 gerber文件 SMD间距太小无法保留隔焊，建议开通窗制作，请确认是否可行？ 


       确认结果：务必保留隔焊，无法保留隔焊时单独确认。 


注：金手指位置须开通窗，若违背设计时需提出确认。 
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1.6. 文字类 


1.6.1.  贵司 silkbotm层资料仅有外形框，工厂按此层无文字内容制作，请确认是否可行？ 


        确认结果：可以。 


1.6.2.  贵司 gerber中 SMD间距太小，无法保留字符桥，建议取消字符桥制作，请确认是否


可行？ 


        确认结果：可以。 


注：焊盘间的字符框无法保留的可去除，若是文字隔焊不允许去除。 


 


1.6.3.  贵司字符层中光学点标识环与线路层标识环重复，建议去除文字层标识环制作，避免


两层标识位置偏差不完全一致，请确认是否可行？ 


       确认结果：可以。 
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1.6.4.  贵司部分字符在焊盘上，为了防止文字 ON PAD，建议焊盘上的字符能移则移、不能


移则套除制作，请确认是否可行？ 


       确认结果：可以。 


注：移动和套除的字符不可产生歧义，极性符号移动超过 15mil 或套除须单独确认，


大铜面上的字符须单独确认。 


        


1.6.5.  贵司部分字符离成型线太近，为了防止字符残缺无法辨识，建议适当移至板内，请确


认是否可行？ 


      确认结果：可以。 


1.6.6.  贵司部分字符与字符框重叠且无空间移动，部分字符高度太小且无空间放大，建议依


原稿制作，允许成品字符重叠模糊，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 
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1.6.7.  贵司部分字符隐藏在字符块中，成品将无法识别，建议挖开字符块露出字符，请确认


是否可行？ 


确认结果：可以。 


 
1.6.8.  贵司部分防焊开窗被字符块覆盖，建议依防焊开窗单边加 5mil挖开字符块，请确认是


否可行？ 


确认结果：可以。 
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1.6.9.  贵司部分 TOP 面字符为反字、BOT 面字符为正字，成品加工后会出现字符反、不易


辨识问题，建议此部分字符镜像制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


1.6.10.  对于 pitch为 0.4mm及以下的 BGA区域设计字符框的，因字符厚度较厚，对贵司装


配可能有影响，建议将字符框改为在四角设计 4 个直角字符、长度约 1～2mm，请确认是否


可行？ 


确认结果：可以。 


 


1.6.11.  如附图，文字设计文字线条间距仅 2.07mil，间距太小，我司无法做出此效果。建议


将文字线条填实制作，请确认是否 ok？ 


确认结果：可以 
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1.7. 成型拼板类 


1.7.1.  此型号为多拼板，panel层标识“A”无法确定是否为阴阳拼板，请告知？ 


确认结果：不是阴阳拼板。 


注：阴阳拼板 panel层的标识为“F”，标识为“A”的均不是阴阳拼板。 


 
1.7.2.  贵司 V-CUT位置的两 PCS间有 3mil的间距，建议按 panel层制作，允许每 PCS尺寸


有略微差异，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


1.7.3.  贵司工艺边外角为直角，为了防止板角刺破包装，建议板角导 R2.0mm圆角制作，请
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确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


注：若无工艺边时，四个板角需导角务必单独确认。 


1.7.4.  贵司 panel层外形与单 PCS外形有略微差异，差异处建议按单 PCS外形制作，请确认


是否可行？ 


确认结果：差异值≤2mil的可以，差异值＞2mil的须单独确认。 


        


1.7.5.  贵司 panel层要求V-CUT角度为 30～45°，由于 PCB行业V-CUT刀常规为 30±5°，


建议 V-CUT角度按 30±5°管控，请确认是否可行？ 


 确认结果：可以。 


 
1.7.6.  贵司单 PCS 与工艺边接触位置为尖角，CNC 成型时无法做出，建议适当往工艺边外


扩，保证单 PCS的外形的完整性，请确认是否可行？ 


        确认结果：可以。 
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1.7.7.  贵司工艺边上内角为直角，CNC 成型时无法做出，建议内角导 R0.8mm 的圆角制作,


请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 
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1.7.8.  gerber 资料拼版中图示位置尖角较细且无连接位提供附着力，制板过程中容易产生板


翘影响成品品质。适当截断此辅板尖角？ 


确认结果：可以 


 


1.7.9. 无孔桥连：原稿没有邮票孔在连接位上，按照原稿生产？ 


确认结果：可以 
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1.8. 叠层阻抗类 


1.8.1.  贵司要求外层完成铜厚为 0.5oz+plating，但 gerber 中 BGA 夹线间距太小无法做出，


建议成品铜厚按最小 1.1mil制作，请确认是否可行？ 


确认结果：外层可用 1/3oz+plating制作，成品铜厚需满足规范要求。 


 
1.8.2.  贵司未提供阻抗公差要求，建议：≤50ohm 的按±5ohm，＞50ohm 的按±10%管控，


请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


1.8.3.  贵司原始设计无法满足阻抗要求，建议适当微调阻抗线宽和叠层满足成品阻抗要求，


请确认是否可行？ 


       确认结果：阻抗线微调≤0.2mil，介质层厚度微调≤10%可以，但阻抗和叠层必须回


传，超出以上调整值时务必确认后再加工。 


1.8.4.  贵司设计的阻抗线部分位置不能完全屏蔽，建议按原稿制作，允许未屏蔽位置阻抗跳


变失真，请确认是否可行？ 


       确认结果：可以。 


1.8.5.  二层、四层通孔板，差分及单线阻抗线调整放宽至原始线宽的+/-1mil？ 
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确认结果：可以，无需确认，只需回传调整后的阻抗。 


1.8.6.  二层、四层通孔板叠层 pp调整至原始设计的+/-1mil？ 


确认结果：可以，无需确认，只需回传调整后的阻抗。 


1.9. 标识类 


1.9.1.  为了产品追溯，建议在文字层增加 UL标识及 D/C，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


注：UL标识及 D/C不可加在零件框及禁布区内。 


1.9.2.  为了方便工厂识别，建议在空白位置增加厂内编码，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


       注：优先加在工艺边，无工艺边时尽量加在零件框内，不可加在禁布区。 


1.9.3.  为了方便工厂识别，建议在空白位置增加排版序号，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


       注：优先加在工艺边，无工艺边时尽量加在零件框内，不可加在禁布区。 


1.10. 其他类 


1.10.1.  为了防止板弯翘，建议在内外层工艺边铺铜制作，请确认是否可行？ 


  确认结果：可以。 


注：内外层铺铜皮制作，所铺铜皮须避开光学点≥5.0mm。 


1.10.2.  为了防止漏 V-CUT、字符、电测等工序，建议在工艺边增加相应的防呆标记，请确


认是否可行？ 


        确认结果：可以。 


注：若要加在板内须单独确认。 


1.10.3.  贵司 gerber 资料中有部分内容在成型线外，建议成型线外的内容忽略制作，请确认


是否可行？ 


确认结果：可以。 
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1.10.4.  贵司字符层中板名与加工单中板名相差“DS-”，建议按原稿制作，请确认是否可行？ 


确认结果：可以。 


二、 注意事项 


3.1.  为了减少 EQ确认时间，提升工程资料处理时效，本文中第一章节中的汇总问题，按蓝


色字体的回复内容为准，无需再确认。 


3.2.  针对第二章节中的常见问题，请工程确认时参考，尽量保证 EQ回复的一致性。 


3.3.  EQ时提出的 gerber内容相关修改项，务必提供修改前和修改后的对比图，以方便相关


确认人员的准确判断。 


3.4.  本文档中的 XXX为列举内容，EQ询问和回复时请以实际情况进行回复。 


3.5.  针对设计文件中的疑问项，若海康的相关规范未明确指示如何处理时，工厂须提出正式


的 EQ给海康进行确认。 


3.6.  工程资料审核须以工厂批量能力要求提出 EQ，避免下批量订单时修改样品信息。 


3.7.  单一型号 EQ时请避免询问或回复通用类问题，若有通用类问题必须单独提出，经海康


内部评审后统一回复。 


3.8.  工厂内部须作好客户规范的整理，避免人员变动后提出相关规范类和已确认的通用类问


题，浪费工程时效。 


3.9.  多家供应商加工时，EQ 回复内容尽量保持一致，若需调整设计时，需由我司更新文件


给供应商。 
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3.10.  文档中提及的海康相关规范及 IPC规范均以最新版本为准。 


三、 适用范围 


4.1.  之前确认的通用性问题全部作废，均以此文件中的内容为准，若有新的通用性问题须重


新书面确认。 


4.2.  本文件适用范围：适用于从 2020年 04月 01日开始的新样品，旧的型号仍以之前的资


料加工不受影响。 


 






